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摘要(译)

用于形成用于超声探头的声学叠层的方法包括部分地切割单晶压电材料
以形成由多个切口部分地分开的单晶片。单晶压电材料包括载体层。切
口填充有切口填充材料以形成单晶复合物并移除载体层。至少一个匹配
层连接到单晶复合材料上，并且在切口内切割以实现与单晶复合材料分
开的声学叠层。
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